


•신호 및 시스템

•회로 설계

•설계 아키텍쳐

•첨단 패키징 공정

•반도체 소재

•Active, passive 
소자

•열적·전기적
시뮬레이션

•컴팩트 모델링

•단위 및 집적공정

•분석 및 측정

•AI, 프로그래밍 전공정 소자

설계후공정



·

- 융합전공 및 세부트랙 신설

- 산업계 교육 수요조사

- 기업 맞춤형 교육과정 개발

- 다양한 전공지식의 융·복합

- 전·후공정 통합 교육

- 컨소시엄 산학협력 체계 구축

- 산업수요 맞춤형 교육 컨텐츠

- 실무형 장기 현장실습

- 기업 문제해결 산학프로젝트

- 인력양성의 고용 연계

- 산업체 경력 교수진 확보

- 산업체 현장전문위원 지도

- 반도체 팹 활용 실무 교육

- 실습 시설 및 장비 보강

- 표준분석연구원(분석) 협업





소자및소재‧공정‧장비트랙

성명 직위 전공

정지원 교수 화학공학

신내철 교수 화학공학

이진균 교수 고분자공학

김상원 부교수 고분자공학

최우혁 부교수 고분자공학

권용구 교수 고분자공학

진형준 교수 고분자공학

김희중 조교수 고분자공학

김주형 교수 기계공학

전승준 연구교수 3D 나노융합소자센터

박노활 연구교수 3D 나노융합소자센터

최리노 교수 신소재공학

이정환 조교수 신소재공학

류한열 교수 물리학

이근섭 교수 물리학

정종훈 교수 물리학

허남정 교수 물리학

이민백 부교수 물리학

최민석 부교수 물리학

이규태 조교수 물리학

유석재 조교수 물리학

집적회로및시스템설계트랙

성명 직위 전공

권대웅 조교수 전기공학

김태인 조교수 전기공학

강진구 교수 전자공학

윤광섭 교수 전자공학

이영택 부교수 전자공학

김형진 조교수 전자공학

이한호 교수 정보통신공학

이채은 교수 정보통신공학

서영교 조교수 정보통신공학
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구분
전공명 반도체공학 융합전공

비 고
학위과정 ①부전공 ②학위과정 (복수전공)

융합전공
지정
교과목

트랙 필수
(총 5과목 )

3과목 이상 이수
(직무훈련 포함 )

5과목 이상 이수
(직무훈련 포함 )

타 전공트랙
교과목 이수
인정

기초 공통 자율 이수 자율 이수

전공 기초
12학점 이상 이수 21학점 이상 이수

전공 심화

최소 이수 학점 21학점 39학점

학위 융합전공
졸업증명서 內 부전공

명 기재
주전공과 융합전공

2개 학위 수여

학위구분
소속학과 반도체공학 융합전공(예시 ) 융합전공

주전공 기초공통 전공기초 전공심화 직무훈련 합계 필수

부전공 48~54 6 6 6 3 21 3과목

학위과정 39~42 12 12 12 3 39 5과목

주의 : 주전공학점규정은학과별로상이함
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√
√

√





√
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공간명 위치 수량 면적(m2)
기존/신

규
용도

반도체클린룸 2북110 1 270 기존 전공정장비교육

후공정실습실 2북107 1 24 신규 패키징장비교육

소자실습실 5북334 1 64 기존 소자측정및평가

설계실습실 하-426 외 3 336 기존 설계프로그램교육

PBL교육실 2북109 1 90 신규 팀프로젝트교육



구분 장비 용도 구분 장비 용도

전공정교육

LPCVD 유전막형성

후공정교육

Die bonder 패키징공정

PECVD 유전막형성 Wire bonder 패키징공정

Thermal ALD
원자층박막형

성
Microwave열처리 급속열처리

RTP 급속열처리 열충격시험기 방열소재평가

DC Sputter 금속막형성

소자교육

Probestation 소자측정

RF Sputter 유전막형성 Para. analyzer
반도체

특성분석

Evaporator 금속막형성 LCR meter C-V 측정

Mask aligner 노광공정

설계교육

Xilinx ISE Verilog 설계

ICP Etcher 식각공정 Xilinx Vivado Verilog 설계

Wet station 세정공정 Xilinx FPGA 실습보드

Alpha-step 단차측정 Modelsim Verilog 설계

4-point probe 저항측정 Hspice Simulation

Ellipsometer 두께측정 Magic tool Layout



구분 기존 교육과정 신규 교육과정

1. 교과 과정

 학과별 분산된 3학점 이수체계

- 각 학과와 관련 있는 내용에 대한 단편적인 교육

- 타 학과 교과목 이수의 어려움(정보부족, 수강신청)

 8개 학과 반도체 전문가가 참여하는 융합전공 단일학과로 모듈형

이수체계 확립

- 단계별 이수 체계: 공통/기초/심화/실무

- 분야별 이수 체계: 직무 맞춤형 전공트랙 제공

2. 교육 내용  기업현장과 거리가 있는 이론 위주의 지식 전달

 기업 수요 기반 현장실무 위주의 교육 시스템

- 공정장비실습, 설계실습, 산학프로젝트(PBL), 현장실습

- SK하이닉스 반도체 원격교육, AI 원격교육(학점 이수 추진중)

- 한국반도체산업협회의 반도체 아카데미 교육(현장 전문가)

3. 교육 인프라  소규모 실험실 위주의 제한된 실습 환경
 산업체 현장 수준의 대규모 실습센터 및 장비 집적화

- 3D나노융합소자연구센터 : CMOS 소자 제작 및 측정, 분석

4. 진로 설계
 전공 선택 → 교육 이수 → 진학/취업 과정의 연계성

부족

 학생 맞춤형 반도체 전주기적 진로설계 시스템

- 전공입문 교과목(반도체개론), 기업설명회, 채용박람회 제공

- 학부 연구생 제도 신설 예정(2023년)

- 융합전공 학·석사 연계 교육과정 : 대학원 신설 예정(2023년)

- 사업단의 (1:1)멘토링 : 수강지도, 진로지도

5. 기타
 계절학기 수강료 지원 혜택

 융합전공 마일리지 제도 시행 예정(2023년)




